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(57)【要約】
【課題】十分な接続抵抗を維持しつつ、低温、低圧力、及び短時間での接続が可能であり
、更に、耐薬品性、及び信頼性に優れる異方性導電フィルムなどの提供。
【解決手段】　第１の電子部品の端子と第２の電子部品の端子とを異方性導電接続させる
異方性導電フィルムであって、
　結晶性樹脂と、非晶性樹脂と、導電性粒子とを含有し、
　前記非晶性樹脂が、第１の非晶性樹脂と、前記第１の非晶性樹脂のガラス転移点より低
いガラス転移点を有する第２の非晶性樹脂とを有する異方性導電フィルムである。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電子部品の端子と第２の電子部品の端子とを異方性導電接続させる異方性導電フ
ィルムであって、
　結晶性樹脂と、非晶性樹脂と、導電性粒子とを含有し、
　前記非晶性樹脂が、第１の非晶性樹脂と、前記第１の非晶性樹脂のガラス転移点より低
いガラス転移点を有する第２の非晶性樹脂とを有することを特徴とする異方性導電フィル
ム。
【請求項２】
　更にエポキシ樹脂を含有する請求項１に記載の異方性導電フィルム。
【請求項３】
　前記エポキシ樹脂の分子量が、２，９００未満である請求項２に記載の異方性導電フィ
ルム。
【請求項４】
　前記エポキシ樹脂の含有量が、１．５質量％～３．０質量％である請求項２から３のい
ずれかに記載の異方性導電フィルム。
【請求項５】
　前記第１の非晶性樹脂（Ｎ１）と前記第２の非晶性樹脂（Ｎ２）との質量比率（Ｎ１／
Ｎ２）が、０．３～２．０である請求項１から４のいずれかに記載の異方性導電フィルム
。
【請求項６】
　前記非晶性樹脂の含有量が、４０質量％～６０質量％である請求項１から５のいずれか
に記載の異方性導電フィルム。
【請求項７】
　第１の電子部品の端子と第２の電子部品の端子とを異方性導電接続させる接続方法であ
って、
　前記第２の電子部品の端子上に請求項１から６のいずれかに記載の異方性導電フィルム
を配置する第１の配置工程と、
　前記異方性導電フィルム上に前記第１の電子部品を、前記第１の電子部品の端子が前記
異方性導電フィルムと接するように配置する第２の配置工程と、
　前記第１の電子部品を加熱押圧部材により加熱及び押圧する加熱押圧工程とを含むこと
を特徴とする接続方法。
【請求項８】
　端子を有する第１の電子部品と、端子を有する第２の電子部品と、前記第１の電子部品
と前記第２の電子部品との間に介在して前記第１の電子部品の端子と前記第２の電子部品
の端子とを電気的に接続する異方性導電フィルムとを有し、
　前記異方性導電フィルムが、請求項１から６のいずれかに記載の異方性導電フィルムで
あることを特徴とする接合体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異方性導電フィルム、接続方法、及び接合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電子部品同士を接続する手段として、異方性導電フィルム（ＡＣＦ；Ａｎｉ
ｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）、異方性導電ペースト（ＡＣＰ；
Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｐａｓｔｅ）などの接続材料が用いら
れている。
【０００３】
　前記異方性導電フィルムは、例えば、熱硬化性樹脂を含んだ絶縁性バインダーに導電性
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粒子が分散されてなるフィルム状の接続材料である。異方導電接続したい電子部品同士の
電極部分を、前記ＡＣＦを介して熱圧着することで、前記熱硬化性樹脂を含んだバインダ
ーを熱硬化させて接続を行う。
【０００４】
　前記異方性導電ペーストは、例えば、絶縁性バインダーと、導電性粒子と、溶剤とを含
有する（例えば、特許文献１及び２参照）。前記溶剤を含有する前記ＡＣＰの使用方法は
、例えば、以下のとおりである。フレキシブルプリント基板（ＦＰＣ；Ｆｌｅｘｉｂｌｅ
　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）などの電子部品に前記ＡＣＰを印刷して加熱乾燥
させると、前記電子部品の電極部に前記ＡＣＰからなる塗膜が形成される。前記ＡＣＰに
よる前記塗膜が形成された前記ＦＰＣは、この状態で室温輸送されることが多い。そのた
め、前記ＡＣＰは、熱で硬化しない非反応型バインダーを用いるタイプも使用されている
。
【０００５】
　ところで、近年、電子部品同士の接続には、低温、低圧力、及び短時間での接続が要求
されている。低温での接続は、電子部品の熱的ダメージを低減する点、接続の際の加熱温
度のバラツキ（電極部に接続した配線の先に部品が繋がっているかどうかによって、電極
部における加熱温度が変わり、バラツキになる。実装密度が高密度になるとバラツキは特
に顕著になる。）を防ぐ点、及び実装設備への負荷の低減の点で要求されている。低圧力
での接続は、薄い基板やタッチパネルへのダメージの低減の点で要求されている。短時間
での接続は、生産性の点で要求されている。
【０００６】
　しかし、従来の前記異方性導電フィルムでは、熱硬化性樹脂を用いるため、低温及び短
時間での接続に対応しようとすると、保管中に硬化が生じるために、保管期間を短くする
必要があり、実用上適さないという問題がある。
【０００７】
　また、従来の前記異方性導電ペーストでは、低圧力での接続に対応しようとすると、前
記ＡＣＰの粘度を下げる必要がある。前記ＡＣＰの粘度を下げると、熱圧着の終了直後に
発生する電子部品の復元力に前記ＡＣＰ中のバインダーが耐えきれずに、導電性粒子の潰
れが維持できなくなり、接続抵抗が不十分になるという問題がある。
【０００８】
　そこで、十分な接続抵抗を維持しつつ、低温、低圧力、及び短時間での接続が可能な異
方性導電フィルムが提案されている（例えば、特許文献３参照）。
【０００９】
　更に、近年、異方性導電フィルムの用途が広がりつつある中、溶剤に曝された場合でも
十分な接着性を維持する性能（耐薬品性）、及び高温高湿環境下でも接着性を維持する性
能（信頼性）の更なる向上が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１１－１３２３０４号公報
【特許文献２】国際公開第９９／０１５１９号パンフレット
【特許文献３】特開２０１４－６００２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、従来における前記諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明は、十分な接続抵抗を維持しつつ、低温、低圧力、及び短時間での接続が
可能であり、更に、耐薬品性、及び信頼性に優れる異方性導電フィルム、並びに該異方性
導電フィルムを用いた接続方法、及び前記異方性導電フィルムを用いた接合体を提供する
ことを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記課題を解決するための手段としては、以下の通りである。即ち、
　＜１＞　第１の電子部品の端子と第２の電子部品の端子とを異方性導電接続させる異方
性導電フィルムであって、
　結晶性樹脂と、非晶性樹脂と、導電性粒子とを含有し、
　前記非晶性樹脂が、第１の非晶性樹脂と、前記第１の非晶性樹脂のガラス転移点より低
いガラス転移点を有する第２の非晶性樹脂とを有することを特徴とする異方性導電フィル
ムである。
　＜２＞　更にエポキシ樹脂を含有する前記＜１＞に記載の異方性導電フィルムである。
　＜３＞　前記エポキシ樹脂の分子量が、２，９００未満である前記＜２＞に記載の異方
性導電フィルムである。
　＜４＞　前記エポキシ樹脂の含有量が、１．５質量％～３．０質量％である前記＜２＞
から＜３＞のいずれかに記載の異方性導電フィルムである。
　＜５＞　前記第１の非晶性樹脂（Ｎ１）と前記第２の非晶性樹脂（Ｎ２）との質量比率
（Ｎ１／Ｎ２）が、０．３～２．０である前記＜１＞から＜４＞のいずれかに記載の異方
性導電フィルムである。
　＜６＞　前記非晶性樹脂の含有量が、４０質量％～６０質量％である前記＜１＞から＜
５＞のいずれかに記載の異方性導電フィルムである。
　＜７＞　第１の電子部品の端子と第２の電子部品の端子とを異方性導電接続させる接続
方法であって、
　前記第２の電子部品の端子上に前記＜１＞から＜６＞のいずれかに記載の異方性導電フ
ィルムを配置する第１の配置工程と、
　前記異方性導電フィルム上に前記第１の電子部品を、前記第１の電子部品の端子が前記
異方性導電フィルムと接するように配置する第２の配置工程と、
　前記第１の電子部品を加熱押圧部材により加熱及び押圧する加熱押圧工程とを含むこと
を特徴とする接続方法である。
　＜８＞　端子を有する第１の電子部品と、端子を有する第２の電子部品と、前記第１の
電子部品と前記第２の電子部品との間に介在して前記第１の電子部品の端子と前記第２の
電子部品の端子とを電気的に接続する異方性導電フィルムとを有し、
　前記異方性導電フィルムが、前記＜１＞から＜６＞のいずれかに記載の異方性導電フィ
ルムであることを特徴とする接合体である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、従来における前記諸問題を解決し、前記目的を達成することができ、
十分な接続抵抗を維持しつつ、低温、低圧力、及び短時間での接続が可能であり、更に、
耐薬品性、及び信頼性に優れる異方性導電フィルム、並びに該異方性導電フィルムを用い
た接続方法、及び前記異方性導電フィルムを用いた接合体を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（異方性導電フィルム）
　本発明の異方性導電フィルムは、結晶性樹脂と、非晶性樹脂と、導電性粒子とを少なく
とも含有し、好ましくはエポキシ樹脂を含有し、更に必要に応じて、その他の成分を含有
する。
　前記異方性導電フィルムは、第１の電子部品の端子と第２の電子部品の端子とを異方性
導電接続させる異方性導電フィルムである。
【００１５】
　前記異方性導電フィルムは、前記結晶性樹脂と前記非晶性樹脂とを含有することにより
、十分な接続抵抗を維持しつつ、低温、低圧力、及び短時間での接続が可能である。更に
、前記非晶性樹脂が、第１の非晶性樹脂と、前記第１の非晶性樹脂のガラス転移点より低
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いガラス転移点を有する第２の非晶性樹脂を有することにより、更に、耐薬品性（溶剤に
曝された場合でも十分な接着性を維持する性能）、及び信頼性（高温高湿環境下でも接着
性を維持する性能）に優れる。
【００１６】
＜結晶性樹脂＞
　前記結晶性樹脂としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
【００１７】
　前記異方性導電フィルムは、低温、低圧力、及び短時間での接続を可能にする。これは
、得られる異方性導電フィルムを加熱して軟化した後に、加熱状態が解かれて常温に戻る
際に、前記結晶性樹脂に由来して速やかに凝固するためと考えられる。
【００１８】
　前記結晶性樹脂としては、例えば、結晶性ポリエステル樹脂、結晶性ポリウレタン樹脂
、結晶性ポリオレフィン樹脂、結晶性エチレン酢酸ビニル共重合樹脂などが挙げられる。
【００１９】
　ここで、前記結晶性樹脂とは、結晶領域を有する樹脂をいい、前記結晶性樹脂かどうか
は、例えば、示差走査熱量分析において、昇温過程で吸熱ピークが観察されることにより
確認できる。
　前記結晶性樹脂は、結晶領域を有する樹脂の混合物であってもよい。
【００２０】
　前記結晶性樹脂の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、３０質量％～７０質量％が好ましく、３５質量％～６０質量％がより好ましく
、４５質量％～５５質量％が特に好ましい。
　なお、本明細書において、「～」で規定される数値範囲は、下限値及び上限値を含む数
値範囲である。即ち、「３０質量％～７０質量％」は「３０質量％以上７０質量％以下」
と同義である。
【００２１】
＜非晶性樹脂＞
　前記非晶性樹脂は、第１の非晶性樹脂と、第２の非晶性樹脂とを有する。
　前記第２の非晶性樹脂のガラス転移点は、前記第１の非晶性樹脂のガラス転移点よりも
低い。
【００２２】
　前記第１の非晶性樹脂のガラス転移点としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選
択することができるが、実用上の圧着条件を考慮すると、５０℃～９０℃が好ましく、６
０℃～８０℃がより好ましい。
　前記第２の非晶性樹脂のガラス転移点としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選
択することができるが、－２０℃～２０℃が好ましく、－１０℃～１０℃がより好ましい
。
【００２３】
　前記第１の非晶性樹脂のガラス転移点（Ｔｇ１）と、前記第２の非晶性樹脂のガラス転
移点（Ｔｇ２）との差（Ｔｇ１－Ｔｇ２）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができるが、４０℃～１００℃が好ましく、５０℃～９０℃がより好ましい
。
【００２４】
　前記ガラス転移点は、例えば、「ＪＩＳ　Ｋ　７１２１：２０１２　プラスチックの転
移温度測定方法」における示差走査熱量測定（ＤＳＣ）などにより求めることができる。
【００２５】
　前記第１の非晶性樹脂、及び前記第２の非晶性樹脂としては、特に制限はなく、目的に
応じて適宜選択することができ、例えば、非晶性ポリエステル樹脂、非晶性フェノキシ樹
脂、非晶性ポリウレタン樹脂などが挙げられる。
【００２６】
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　前記非晶性樹脂の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、２５質量％～６５質量％が好ましく、３０質量％～６０質量％がより好ましく
、４０質量％～５０質量％が特に好ましい。
【００２７】
　前記第１の非晶性樹脂（Ｎ１）と前記第２の非晶性樹脂（Ｎ２）との質量比率（Ｎ１／
Ｎ２）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、耐溶剤性
と信頼性との優れた両立の点から、０．１～３．０が好ましく、０．３～２．０がより好
ましく、０．５～１．６が更により好ましく、０．７～１．３が特に好ましい。
【００２８】
＜導電性粒子＞
　前記導電性粒子としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、金属粒子、金属被覆樹脂粒子などが挙げられる。
【００２９】
　前記金属粒子としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、ニッケル、コバルト、銀、銅、金、パラジウム、半田などが挙げられる。これらは、
１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　これらの中でも、ニッケル、銀、銅が好ましい。これらの金属粒子は、表面酸化を防ぐ
目的で、その表面に金、パラジウムを施していてもよい。更に、表面に金属突起や有機物
で絶縁皮膜を施したものを用いてもよい。
【００３０】
　前記金属被覆樹脂粒子としては、樹脂粒子の表面を金属で被覆した粒子であれば、特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、樹脂粒子の表面をニッケル
、銀、半田、銅、金、及びパラジウムの少なくともいずれかの金属で被覆した粒子などが
挙げられる。更に、表面に金属突起や有機物で絶縁皮膜を施したものを用いてもよい。低
抵抗を考慮した接続の場合、樹脂粒子の表面を銀で被覆した粒子が好ましい。
　前記樹脂粒子への金属の被覆方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、無電解めっき法、スパッタリング法などが挙げられる。
　前記樹脂粒子の材質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
、例えば、スチレン－ジビニルベンゼン共重合体、ベンゾグアナミン樹脂、架橋ポリスチ
レン樹脂、アクリル樹脂、スチレン－シリカ複合樹脂などが挙げられる。
【００３１】
　前記導電性粒子は、異方性導電接続の際に、導電性を有していればよい。例えば、金属
粒子の表面に絶縁皮膜を施した粒子であっても、異方性導電接続の際に前記粒子が変形し
、前記金属粒子が露出するものであれば、前記導電性粒子である。
【００３２】
　前記導電性粒子の平均粒子径としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができるが、２μｍ～４０μｍが好ましく、５μｍ～３０μｍがより好ましく、１０μ
ｍ～２５μｍが更により好ましく、１０μｍ～２０μｍが特に好ましい。
　前記平均粒子径は、任意に１０個の導電性粒子について測定した粒子径の平均値である
。
　前記粒子径は、例えば、走査型電子顕微鏡観察により測定できる。
【００３３】
　前記導電性粒子の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、１質量％～１０質量％が好ましく、２質量％～８質量％がより好ましい。
【００３４】
＜エポキシ樹脂＞
　前記エポキシ樹脂は、耐溶剤性、及び信頼性を更に向上させる。
　前記エポキシ樹脂は、前記異方性導電フィルムにおいて前記第１の非晶性樹脂と前記第
２の非晶性樹脂との相溶性を向上させる作用を有すると考えられる。そして、その作用が
、耐溶剤性、及び信頼性を更に向上させると考えられる。
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　なお、本明細書において、前記エポキシ樹脂は、前記結晶性樹脂、及び前記非晶性樹脂
のいずれにも属さないものとする。即ち、前記結晶性樹脂は、結晶性エポキシ樹脂を含ま
ず、前記非晶性樹脂は、非晶性エポキシ樹脂を含まない。ただし、これらの定義は、前記
結晶性樹脂、前記非晶性樹脂、及び前記エポキシ樹脂の概念の範囲を整理するための定義
であって、前記異方性導電フィルムが、前記エポキシ樹脂を含有することを排除するもの
ではない。
【００３５】
　前記エポキシ樹脂としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ノボラッ
クフェノール型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂などが挙げられる。
　これらの中でも、結晶性樹脂と、非晶性樹脂との相溶性を向上させる点で、ビスフェノ
ールＡ型エポキシ樹脂が好ましい。
【００３６】
　前記エポキシ樹脂の分子量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができるが、耐溶剤性、及び信頼性を更に向上させる点から、２，９００未満が好ましく
、２，０００以下がより好ましく、１，５００以下が更により好ましく、１，０００以下
が特に好ましい。また、前記エポキシ樹脂の分子量は、５００以上が好ましく、８００以
上がより好ましい。
【００３７】
　前記エポキシ樹脂の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができるが、耐溶剤性、及び信頼性を更に向上させる点から、０．５質量％以上が好まし
く、１．５質量％以上がより好ましい。また、前記含有量は、多くても異方性導電フィル
ムの特性向上が見込めないため、５．０質量％以下が好ましく、３．０質量％以下がより
好ましい。即ち、前記エポキシ樹脂の含有量は、１．５質量％～３．０質量％が特に好ま
しい。
【００３８】
＜第１の電子部品及び第２の電子部品＞
　前記第１の電子部品及び前記第２の電子部品としては、前記異方性導電フィルムを用い
た異方性導電接続の対象となる、端子を有する電子部品であれば、特に制限はなく、目的
に応じて適宜選択することができ、例えば、ガラス基板、フレキシブル基板、リジッド基
板、ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）チップ、ＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔ
ｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）、液晶パネルなどが挙げられる。前記ガラス基板として
は、例えば、Ａｌ配線形成ガラス基板、ＩＴＯ配線形成ガラス基板などが挙げられる。前
記ＩＣチップとしては、例えば、フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）における液晶画
面制御用ＩＣチップなどが挙げられる。
【００３９】
　前記異方性導電フィルムは、硬化剤を含有せず、加熱により樹脂が架橋しない。そのた
め、低温、かつ短時間の接続に使用する異方性導電フィルムであっても、長期保存を可能
にする。
【００４０】
　前記異方性導電フィルムの平均厚みとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができるが、５μｍ～１００μｍが好ましく、１０μｍ～６０μｍがより好まし
く、２０μｍ～５０μｍが特に好ましい。
【００４１】
　前記異方性導電フィルムの製造方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができ、例えば、前記結晶性樹脂と、前記非晶性樹脂と、必要に応じて前記エポ
キシ樹脂とを溶剤に溶解させて混合ワニスを得た後に、前記混合ワニスに前記導電性粒子
を混合して得た異方性導電組成物を、剥離処理したポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）フィルム上に塗布する方法などが挙げられる。
　前記溶剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
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【００４２】
（接続方法）
　本発明の接続方法は、第１の配置工程と、第２の配置工程と、加熱押圧工程とを少なく
とも含み、更に必要に応じて、その他の工程を含む。
　前記接続方法は、第１の電子部品の端子と第２の電子部品の端子とを異方性導電接続さ
せる方法である。
【００４３】
　前記第１の電子部品、及び前記第２の電子部品としては、特に制限はなく、目的に応じ
て適宜選択することができ、例えば、本発明の前記異方性導電フィルムの説明で例示した
前記第１の電子部品、及び前記第２の電子部品がそれぞれ挙げられる。
【００４４】
＜第１の配置工程＞
　前記第１の配置工程としては、前記第２の電子部品の端子上に本発明の前記異方性導電
フィルムを配置する工程であれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
きる。
【００４５】
＜第２の配置工程＞
　前記第２の配置工程としては、前記異方性導電フィルム上に前記第１の電子部品を、前
記第１の電子部品の端子が前記異方性導電フィルムと接するように配置する工程であれば
、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
【００４６】
＜加熱押圧工程＞
　前記加熱押圧工程としては、前記第１の電子部品を加熱押圧部材により加熱及び押圧す
る工程であれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
　前記加熱押圧部材としては、例えば、加熱機構を有する押圧部材などが挙げられる。前
記加熱機構を有する押圧部材としては、例えば、ヒートツールなどが挙げられる。
　前記加熱の温度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが
、１００℃～１４０℃が好ましい。
　前記押圧の圧力としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが
、０．５ＭＰａ～１０ＭＰａが好ましい。
　前記加熱及び押圧の時間としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、０．５秒間～１０秒間が好ましい。
【００４７】
（接合体）
　本発明の接合体は、第１の電子部品と、第２の電子部品と、異方性導電フィルムとを少
なくとも有し、更に必要に応じて、その他の部材を有する。
【００４８】
　前記第１の電子部品、及び前記第２の電子部品としては、特に制限はなく、目的に応じ
て適宜選択することができ、例えば、本発明の前記異方性導電フィルムの説明で例示した
前記第１の電子部品、及び前記第２の電子部品がそれぞれ挙げられる。
【００４９】
　前記異方性導電フィルムは、本発明の前記異方性導電フィルムである。
　前記異方性導電フィルムは、前記第１の電子部品と前記第２の電子部品との間に介在し
て前記第１の電子部品の端子と前記第２の電子部品の端子とを電気的に接続している。
【００５０】
　前記接合体は、例えば、本発明の前記接続方法により製造できる。
【実施例】
【００５１】
　以下、本発明の実施例を説明するが、本発明は、これらの実施例に何ら限定されるもの
ではない。
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【００５２】
（実施例１）
＜異方性導電フィルムの作製＞
　結晶性樹脂であるアロンメルトＰＥＳ－１１１ＥＥ（東亜合成株式会社製、結晶性ポリ
エステル樹脂を主成分とする結晶性樹脂）５１質量部、第１の非晶性樹脂であるエリーテ
ルＵＥ３２０１〔ユニチカ株式会社製、非晶性ポリエステル樹脂、ガラス転移点（Ｔｇ）
：６５℃〕１５質量部、及び第２の非晶性樹脂であるエリーテルＵＥ３２２０〔ユニチカ
株式会社製、非晶性ポリエステル樹脂、ガラス転移点（Ｔｇ）：５℃〕３０質量部、及び
混合溶剤〔トルエン：シクロヘキサノン＝１：１（質量比）〕４００質量部を混合及び撹
拌し、混合ワニスを得た。
　続いて、得られた混合ワニスに、平均粒子径２０μｍの球状Ａｇめっき樹脂粒子（下記
の製造方法で得られた導電性粒子）４質量部を更に加えて、異方性導電組成物を得た。
　得られた異方性導電組成物を、５０μｍ厚みのＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）
フィルム上に乾燥後の平均厚みが３５μｍとなるように塗布し、８０℃で１０分間乾燥さ
せ、異方性導電フィルムを作製した。
【００５３】
－導電性粒子の製造－
－－ジビニルベンゼン系樹脂粒子の製造－－
　ジビニルベンゼン、スチレン、及びブチルメタクリレートの混合比を調整した溶液に、
重合開始剤としてベンゾイルパーオキサイドを投入して高速で均一攪拌しながら加熱を行
い、重合反応を行うことにより微粒子分散液を得た。前記微粒子分散液をろ過し減圧乾燥
することにより微粒子の凝集体であるブロック体を得た。更に、前記ブロック体を粉砕す
ることにより、ジビニルベンゼン系樹脂粒子を得た。
－－樹脂粒子の銀めっき－－
　銀塩として硝酸銀４．２５ｇを純水６２５ｍＬに室温で溶解した溶液に、還元剤として
ベンズイミダゾール１５ｇを加えて溶解し、当初生成した沈殿が完全に溶解したのを確認
した後、錯化剤としてコハク酸イミド５ｇ、及びクエン酸１水和物３ｇを溶解し、その後
、結晶調整剤としてグリオキシル酸１３ｇを投入し完全溶解させ無電解銀メッキ液を調製
した。
　次に、上記で得られた前記ジビニルベンゼン系樹脂粒子を前記無電解銀メッキ液に投入
し、この液を攪拌しながら加熱して温度を５０℃に保った。その後、ブフナー漏斗で濾別
して粒子を分離し真空乾燥機で８０℃２時間乾燥し、平均粒子径２０μｍの球状Ａｇめっ
き樹脂粒子（導電性粒子）を得た。
【００５４】
＜接合体の製造、及び接合体の評価＞
　以下の方法により接合体を製造し、以下に示す評価を行った。結果を表１－１に示す。
　第２の電子部品として、プリント配線板〔０．４ｍｍピッチ（ライン／スペース＝０．
２／０．２）、銅パターン厚み３５μｍ、ニッケル／金めっき処理、基材厚み１．０ｍｍ
〕を用いた。
　第１の電子部品として、フレキシブルプリント基板〔０．４ｍｍピッチ（ライン／スペ
ース＝０．２／０．２）、ポリイミド厚み２５μｍ、銅パターン厚み１２μｍ、ニッケル
／金めっき処理〕を用いた。
　前記第２の電子部品の端子上に、上記で得られた異方性導電フィルム（フィルム幅２．
０ｍｍ）を配置した。続いて、前記異方性導電フィルム上に、前記第１の電子部品を配置
した。続いて、緩衝材（シリコーンラバー、厚み０．２ｍｍ）を介して、加熱ツール（幅
２．０ｍｍ）により１２０℃、２ＭＰａ、３秒間の条件で、前記第１の電子部品を加熱及
び押圧し、接合体を得た。
【００５５】
＜＜接着強度＞＞
【００５６】
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－耐溶剤性試験－
　９０質量％エタノール溶液中に、得られた接合体（測定サンプル）を浸漬させた。測定
前に純水で測定サンプルを洗い、続いて水気をよく拭き取った後、フレキシブルプリント
基板をプリント配線板から９０°方向で剥離する９０°剥離試験（ＪＩＳ　Ｋ６８５４－
１）を行った。剥離試験には、１ｃｍ幅にカットした試験片を用いた。
　浸漬時間を、２４時間、４８時間、７２時間、９６時間として試験を行った。浸漬しな
い場合の試験結果を初期値とし、接着強度（ピール強度）について、初期値（１００％）
に対する割合を以下の評価基準で評価した。
〔評価基準〕
　○：初期値の７０％以上
　△：初期値の５０％以上７０％未満
　×：初期値の５０％未満
　なお、７２時間の浸漬時間で「△」又は「○」評価であれば、十分な耐溶剤性が得られ
ており、９６時間の浸漬時間で、たとえ、「×」評価であっても、実用上問題となるもの
ではない。
【００５７】
－信頼性試験－
　フレキシブルプリント基板をプリント配線板から９０°方向で剥離する９０°剥離試験
（ＪＩＳ　Ｋ６８５４－１）を行った。剥離試験には、１ｃｍ幅にカットした試験片を用
いた。ピール強度を測定し以下の評価基準で評価した。
　試験は、接合体を高温高湿環境（６０℃９５％ＲＨ環境）下に、２５０時間、５００時
間、７５０時間放置した後に行った。
　高温高湿環境に暴露しない場合の試験結果を初期値とし、接着強度（ピール強度）につ
いて、初期値（１００％）に対する割合を以下の評価基準で評価した。
〔評価基準〕
　○：初期値の７０％以上
　△：初期値の５０％以上７０％未満
　×：初期値の５０％未満
　なお、５００時間の暴露時間で「△」又は「○」評価であれば、十分な信頼性が得られ
ており、７５０時間の暴露時間で、たとえ、「×」評価であっても、実用上問題となるも
のではない。
【００５８】
（実施例２～１０）
　実施例１において、使用する樹脂の種類及び配合を表１－１に記載の種類及び配合に変
えた以外は、実施例１と同様にして、異方性導電フィルム及び接合体を作製した。
　得られた異方性導電フィルム及び接合体について、実施例１と同様の評価を行った。結
果を表１－１に示す。
【００５９】
（比較例１）
＜異方性導電フィルムの作製＞
　結晶性樹脂であるアロンメルトＰＥＳ－１１１ＥＥ（東亜合成株式会社製、結晶性ポリ
エステル樹脂を主成分とする結晶性樹脂）３７質量部、非晶性樹脂であるエリーテルＵＥ
３５００〔ユニチカ株式会社製、非晶性ポリエステル樹脂、ガラス転移点（Ｔｇ）：３５
℃〕３３質量部、及び混合溶剤（トルエン：メチルエチルケトン＝１：１（質量比））４
００質量部を混合及び撹拌し、混合ワニスを得た。
　続いて、得られた混合ワニスに、固形分量で２６質量部に相当する量のニッポランＮ－
５１９６（日本ポリウレタン工業株式会社製、ポリカーボネート骨格のポリウレタン系エ
ラストマー、固形分３０質量％）を混合した。
　続いて、平均粒子径２０μｍの球状Ａｇめっき樹脂粒子（実施例１で得られた導電性粒
子）４質量部を更に加えて、異方性導電組成物を得た。
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　得られた異方性導電組成物を、５０μｍ厚みのＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）
フィルム上に乾燥後の平均厚みが３５μｍとなるように塗布し、８０℃で１０分間乾燥さ
せ、異方性導電フィルムを作製した。
【００６０】
　得られた異方性導電フィルム及び接合体について、実施例１と同様の評価を行った。結
果を表１－２に示す。
【００６１】
（比較例２～４）
　実施例１において、使用する樹脂の種類及び配合を表１－２に記載の種類及び配合に変
えた以外は、実施例１と同様にして、異方性導電フィルム及び接合体を作製した。
　得られた異方性導電フィルム及び接合体について、実施例１と同様の評価を行った。結
果を表１－２に示す。
【００６２】
【表１－１】

【００６３】
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【表１－２】

【００６４】
　表１－１中、「Ｎ１／Ｎ２」は、第１の非晶性樹脂（Ｎ１）と第２の非晶性樹脂（Ｎ２
）との質量比率（Ｎ１／Ｎ２）である。
【００６５】
　表中の商品名の詳細は以下のとおりである。
　ＰＥＳ－１１１ＥＥ：アロンメルトＰＥＳ－１１１ＥＥ、東亜合成株式会社製、結晶性
ポリエステル樹脂を主成分とする結晶性樹脂
　バイロンＧＡ－６４００:東洋紡株式会社製、結晶性ポリエステル樹脂を主成分とする
結晶性樹脂
　ＵＥ３２０１：エリーテルＵＥ３２０１、ユニチカ株式会社製、非晶性ポリエステル樹
脂、ガラス転移点（Ｔｇ）：６５℃
　ＵＥ３２２０：エリーテルＵＥ３２２０、ユニチカ株式会社製、非晶性ポリエステル樹
脂、ガラス転移点（Ｔｇ）：５℃
　ＵＥ３６００：エリーテルＵＥ３６００、ユニチカ株式会社製、非晶性ポリエステル樹
脂、ガラス転移点（Ｔｇ）：７５℃
　ＵＥ９４００：エリーテルＵＥ９４００、ユニチカ株式会社製、非晶性ポリエステル樹
脂、ガラス転移点（Ｔｇ）：－７℃
　ＵＥ３５００：エリーテルＵＥ３５００、ユニチカ株式会社製、非晶性ポリエステル樹
脂、ガラス転移点（Ｔｇ）：３５℃
　Ｎ－５１９６：ニッポランＮ－５１９６、日本ポリウレタン工業株式会社製、ポリカー
ボネート骨格のポリウレタン系エラストマー
　エピコート１００７：三菱化学株式会社製、エポキシ樹脂
　エピコート１００２：三菱化学株式会社製、エポキシ樹脂
　エピコート１００１：三菱化学株式会社製、エポキシ樹脂
【００６６】
　実施例１～１０では、耐溶剤性、及び信頼性ともに優れた結果となった。特に、エポキ
シ樹脂を含有する実施例６～１０では、耐溶剤性の更なる向上が見られ、分子量２，９０
０未満のエポキシ樹脂を２．０質量％含む実施例８～１０では、耐溶剤性及び信頼性の両
方が非常に優れていた。
【００６７】
　一方、ガラス転移点の異なる２種類の非晶性樹脂を含まない比較例１～４では、含有す
る１種類の非晶性樹脂のガラス転移点を変化させても、所望の性能は得られなかった。
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【００６８】
　なお、実施例１～１０の異方性導電フィルムは、いずれも、十分な接続抵抗を維持しつ
つ、低温、低圧力、及び短時間での接続が可能であるものであった。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の異方性導電フィルムは、十分な接続抵抗を維持しつつ、低温、低圧力、及び短
時間での接続が可能であり、更に、耐薬品性、及び信頼性に優れるため、基板の端子と電
子部品の端子とを異方性導電接続させて接合体を製造する際の接続材料として好適に用い
ることができる。
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